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【57】申請專利範圍
1.　一種 LED模組的製作方法，其係包括了下列的步驟：印製一第一導電元件以及導電片於
一基板的一表面上，所述的第一導電元件具有可讓至少是 0.3安培電流流過的特性；於
所述的第一導電元件上的部份區域處，印製一絕緣層；於所述的基板表面上，以及所述

的絕緣層上印製一圖案化的第二導電元件，以致於所述的第二導電元件可在所述的第一

導電元件具有絕緣層於其上的位置處跨越過所述的第一導電元件，因此，除了在所述的

第一導電元件具有絕緣層於其上的位置處，所述的第一導電元件以及所述的圖案化第二

導電元件是處在同一高度平面；以及置放 LED晶片於所述的第一導電元件以及第二導電
元件上，以使得所述的 LED晶片在和所述的第一導電元件和第二導電元件電性連結後呈
現出矩陣式排列。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的基板是由包括了聚酰
亞氨(PI)、聚二甲酸乙二醇酯(PEN)、玻璃、以及聚對苯二甲酸乙二酯(PET)的群組中選擇
一種材料所製成，或是其中的化合物所製成，同時，所述的基板是為可撓、且可透光的

基板。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的 LED模組的製作方法，其尚包括了在印製絕緣層步驟之
前，以鎳、鍚、銅、金或是其中之化合物材料的群組中選擇一種材料來電鍍或是化鍍所

述的第一導電元件。

4.　如申請專利範圍第 1項所述的 LED模組的製作方法，其尚包括了在所述的圖案化第二導
電元件印製於所述的基板上後，以鎳、鍚、銅、金或是其中之化合物材料的群組中選擇

一種材料來電鍍或是化鍍所述的第二導電元件。

5.　如申請專利範圍第 3項所述的 LED模組的製作方法，其尚包括了在所述的圖案化第二導
電元件印製於所述的基板上後，以鎳、鍚、銅、金或是其中之化合物材料的群組中選擇

一種材料來電鍍或是化鍍所述的第二導電元件。
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6.　如申請專利範圍第 1項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的導電片是具有兩片，
一個第一導電元件，其是和兩片導電片之一形成電性連接，以及一個第二導電元件，其

是和位在基板上的另一導電片形成電性連接。

7.　如申請專利範圍第 5項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的導電片是具有兩片，
一個第一導電元件，其是和兩片導電片之一形成電性連接，以及一個第二導電元件，其

是和位在基板上的另一導電片形成電性連接。

8.　如申請專利範圍第 1項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的導電片是具有四片，
一個第一導電元件，其是和四片導電片之一形成電性連接，以及至少三個第二導電元

件，其是分別地和位在基板上的剩餘的導電片形成電性連接。

9.　如申請專利範圍第 3項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的所述的導電片是具有
四片，一個第一導電元件，其是和四片導電片之一形成電性連接，以及至少三個第二導

電元件，其是分別地和位在基板上的剩餘的導電片形成電性連接。

10.   如申請專利範圍第 5項所述的 LED模組的製作方法，其中，所述的所述的導電片是具有
四片，一個第一導電元件，其是和四片導電片之一形成電性連接，以及至少三個第二導

電元件，其是分別地和位在基板上的剩餘的導電片形成電性連接。

11.   一種如申請專利範圍第 1項所述 LED模組的製作方法所製作的 LED模組，其包括了：
一基板；一第一導電元件，其是形成在所述基板的上表面，其中，所述的第一導電元件

具有可讓至少 0.3安培的電流流通的特性；導電片，其是形成在所述基板的上表面，其
中之一是和所述的第一導電元件形成電性連接；一絕緣層，其是形成在所述的第一導電

二件的上表面；至少一個第二導電元件，其是形成在所述的基板上，並和剩餘的導電片

形成電性連接，並在所述的第一導電元件具有形成絕緣層的位置處和所述的第一導電元

件形成跨接；以及一發光二極體晶片，其是固設在所述基板的上表面，並和所述的第一

導電元件、導電片以及所述的第二導電元件形成電性連接，以使得所述的 LED晶片在和
所述的第一導電元件和第二導電元件電性連結後呈現出矩陣式排列。

12.   如申請專利範圍第 11項所述的 LED模組，其中，所述的基板是由包括了聚酰亞氨(PI)、
聚二甲酸乙二醇酯(PEN)、玻璃、以及聚對苯二甲酸乙二酯(PET)的群組中選擇一種材料
所製成，或是其中的化合物所製成。

13.   如申請專利範圍第 11項所述的 LED模組，其中，所述的導電片是有二片，所述的第一
導電元件有一個，且是和二片導電片之一形成電性連接，以及一個第二導電元件，其是

和形成在所述基板上的另一導電片形成電性連接。

14.   如申請專利範圍第 11項所述的 LED模組，其中，所述的所述的導電片是具有四片，一
個第一導電元件，其是和四片導電片之一形成電性連接，以及至少三個第二導電元件，

其是分別地和位在基板上的剩餘的導電片形成電性連接。

15.   如申請專利範圍第 11項所述的 LED模組，其中，所述的第一導電元件以及所述的第二
導電元件是分別地由具有鎳、鍚、銅或金或其化合物的群體中所選擇一材料所製成。

16.   如申請專利範圍第 14項所述的 LED模組，其中，所述的第二導電元件至少有一是形成
相對於所述第一導電元件之上表面的基板底面，並一穿孔是穿透於所述的基板，並充滿

了一導電材料，以可讓形成於所述基板底面的至少一第二導電元件可和所述的導電片中

相對應的一導電片片相互形成電性連接。

17.   如申請專利範圍第 14項所述的 LED模組，其中，所述的第二導電元件至少有二是形成
相對於所述第一導電元件之上表面的基板底面，並二個穿孔是穿透於所述的基板，並充

滿了一導電材料，以可讓形成於所述基板底面的至少二第二導電元件可和所述的導電片

中相對應的二片導電片相互形成電性連接。
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18.   如申請專利範圍第 11項所述的 LED模組，其中，夾設於所述的第一導電元件以及所述
的第二導電元件間的絕緣層具有一梯形的橫截面，且是多層結構。

19.   如申請專利範圍第 14項所述的 LED模組，其中，夾設於所述的第一導電元件以及所述
的第二導電元件間的絕緣層具有一梯形的橫截面，且是多層結構。

20.   如申請專利範圍第 17項所述的 LED模組，其中，夾設於所述的第一導電元件以及所述
的第二導電元件間的絕緣層具有一梯形的橫截面，且是多層結構，同時，所述的基板是

為可撓、且可透光的基板。

圖式簡單說明

第一圖：是複數個發光二極體相互電性連接在一起的上視示意圖。

第二 A~二 E圖：顯示的是製作本發明較佳實施例之發光二極體模組的剖視示意圖。
第三 A、三 B圖：顯示的是根據本發明較佳實施例所製作之發光二極體模組的上視示意

圖。

第四 A~四 B圖：顯示的是第一導電元件、導電片以及第二導電元件在依據本發明較佳實
施例之製作方法下排列的上視示意圖。

第五 A~五 C圖：顯示的是第一導電元件、導電片以及第二導電元件在依據本發明較佳實
施例之製作方法下另一排列方式的上視示意圖。

第六 A圖和第六 B圖分別顯示的是不同線路設置的上視示意圖。
第七 A圖~第七 G圖：顯示的是製作具有四個導電片之發光二極體模組各步驟的上視示意

圖。

第八圖：顯示的是導線寬的改變所造成性能表現相依性的示意曲線圖。
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